
       苏州昌和应用材料有限公司专业从事有机硅及高分子复合材料的研发、生产和销售。

       公司长期专注于有机硅及高分子复合材料的细分领域，致力于成为行业领先的有机硅

材料、导热界面材料、压合缓冲材料及其解决方案供应商。公司以自主创新为战略方针，

融合各种创新要素，力争在优势领域内实现技术跨越。

      公司秉诚“以人为本、客户满意、创新求存”的企业经营理念，致力于为客户提供优

质、快捷、高质量的产品及人性化的服务。

公司
介绍

CCL压合缓冲垫
由有机氟材料及纤维材质
组成的压合缓冲垫，应用
于CCL覆铜板、MLB多层
电路板等压合工艺。

产品介绍-压合缓冲垫

PCB压合缓冲垫
由有机氟材料及纤维材
质组成的压合缓冲垫，
应用于PCB等MLB多层
电路板等压合工艺。
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